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[News] 芯測科技提出快速實現晶片生命週期檢測解決方案 

隨著半導體製程越來越精進，高效能運算（HPC, High Performance 

Computing）及微控制器（MCU, Micro Controller Unit）等相關晶

片，對於靜態隨機存取記憶體（SRAM, Static Radom Access 

Memory）的需求與日俱增。 針對這一點，芯測科技指出，因為這類

晶片都需要使用 SRAM 作為驅動晶片運行的主要程式儲存的地方。然

而，如何在晶圓測試（CP, Chip Probing，又稱中測）時精準找出

SRAM 的缺陷，以及如何降低每百萬個產品中的不良數（DPPM, 

Defect Parts Per Million），來精準掌控晶片良率，成為目前各家 IC

設計公司與晶片開發商專注的重點。所以，如何確保晶片上電後

SRAM 的讀寫是否正常，成為未來確保晶片使用週期的重要環節。 

[News] 芯測科技在下一城 韓國 ASICLAND 先進製程 

導入芯測 UDA 

深耕於開發記憶體測試與修復技術的芯測科技（iSTART-TEK，股

票代號 6786），宣佈使用者自定義演算法（UDA, User Defined 

Algorithm）微架構獲得韓國知名設計服務公司 ASICLAND 使用

於先進製程的產品上。START v3 內的使用者自定義演算法

（UDA, User Defined Algorithm）是完全透過圖形化操作介面來

實現記憶體測試演算法的微架構。利用 UDA 微架構可以設計出複

雜度很高的記憶體測試演算法。透過 UDA 的使用，讓記憶體測試

演算法的設計更具彈性化及多元化。 

Read More + 

[News] 芯測科技傳佳音 EZ-BIST 獲華潤微採用 

深耕於開發記憶體測試與修復技術的芯測科技（iSTART-TEK，

股票代號 6786），宣佈旗下 EZ-BIST 記憶體測試電路開發平台

獲華潤微電子有限公司（華潤微）採用，作為開發晶片時，記

憶體測試電路設計的關鍵工具，透過此工具可有效縮短記憶體

測試電路的開發時程。芯測科技位於 IC 設計產業鏈的上游，提

供 EDA 工具與 IP 給 IC 設計公司、設計服務公司、半導體製造

商等，藉由「EDA 工具」與「IP」縮短 IC 設計開發時程，提升

SoC 良率。  
Read More + 

Read More + 

https://www.istart-tek.com/2022/06/22/3207/
https://www.istart-tek.com/2022/06/23/3212/
https://www.istart-tek.com/2022/06/22/3204/


                         
                                                                        
 

          

     

 

 

  
 

  

[News] 芯測科技 EZ-NBIST 帶勁 獲華潤微採用 

深耕於記憶體測試與修復技術的芯測科技（iSTART-TEK，

股票代號 6786）的可配置化非揮發性記憶體測試與修復電

路開發環境 EZ-NBIST 獲華潤微電子有限公司（華潤微）採

用。EZ-NBIST 提供完整的 MTP 測試與修復電路，大幅縮

短測試與修復電路的設計流程，並降低測試與修復成本。 

EZ-NBIST 是完全以 GUI（圖形化操作介面）為主的可配置

化非揮發性記憶體測試與修復電路開發環境，透過 GUI 可

以快速產生非揮發性記憶體的測試與修復電路。 

Read More + 

[Webinar] 快速實現晶片生命週期檢測電路 

隨著半導體製程越來越精進，晶片上電後記憶體讀寫

是否正常，成為未來確保晶片使用週期的重要環節。 

芯測科技的 START
TM

 v3 與 EZ-BIST 提供了開機自我檢

測（POT）和精簡測試（RT）的功能，讓晶片上電後

在極短的時間內完成記憶體測試流程，迅速驗證記憶

體讀寫的正確性，確保晶片的使用週期。 

Read More + 

[News] 芯測科技 START™ v3 獲得一微採用 

深耕於記憶體測試與修復技術的芯測科技（iSTART-

TEK，股票代號 6786），宣布記憶體測試與修復電路開發

環境 START™ v3 獲得一微電子股份有限公司（得一微）

採用，作為得一微開發晶片時，提升良率的關鍵角色。 

隨著先進製程持續推進，使晶片邁向低功耗、高效能、面

積小的方向發展。由於晶片的功能與複雜度提升，晶片測

試的時間與測試成本也隨之增加。START™ v3 提供

Hard-Repair 與 Soft-Repair 等高效能記憶體修復技術，

Hard-Repair 需要使用 NVM（非揮發性記憶體）記錄記

憶體錯誤資訊的元件。 

Read More + 

https://www.istart-tek.com/2022/07/19/3257/
https://www.youtube.com/watch?v=uSAIhnyUZa4&t=7s
https://www.istart-tek.com/2022/07/25/3286/


                         
                                                                        
 

          

     

 

 

 

  

START™ v3 

START™ v3（START, SoC’s memory Test And Repair Technology）提供完整的記憶體測試與修復解

決方案及多元豐富的記憶體測試演算法，可自動在客戶的晶片設計中，完成 BIST 和 BISR 電路。並

提供 Hard-Repair 和 Soft-Repair 兩種高效能記憶體修復技術，Hard-Repair 需要使用非揮發性記憶

體（NVM）當作記錄記憶體錯誤資訊的元件，而 Soft-Repair 不需要使用 NVM 記錄記憶體缺陷資訊

的元件，當有足夠備援記憶體時，可重複進行記憶體修復工程。START™ v3 可提升晶片良率並降低

晶片開發成本，同時大幅縮短記憶體修復時間。 

 
START™ v3 主架構 

 

START™ v3 對照於 START™ v2 增加了下列的功能： 

◆ 控制器：主導記憶體測試與

修復指令發送 

◆ 序列器：自動將記憶體做分

群與歸類並提供給控制器 

◆ 測試樣本產生器：執行測試

指令並對記憶體進行平行或

是序列測試 

◆ 修復電路分析器：對欲修復

或有備援記憶體配置的記憶

體進行分類與規劃 



                         
                                                                        
 

          

     

 

 

  
◆ 根據版圖檔案進行記憶體分群微架構（MGD, Memory Group by defintion）： 

讓程式設計者，根據版圖資訊，進行記憶體分群機制，縮短記憶體測試電路繞線過長而衍生

的問題。 

◆ 記憶體資訊保護機制微架構（MPM, Memory Protection Mechanism）： 

保護重要記憶體的資料不被盜取，程式設計者可以在程式設計時，於記憶體資料輸出的端口

加入密碼，當測試端要對該記憶體的資料進行輸出時，必須先輸入密碼，待密碼驗證通過

後，才可以在測試階段，得到該記憶體輸出的資料。 

◆ 錯誤更正碼（ECC, Error-Correcting-Code）： 

START™ v3是全世界第一套唯一支持ECC功能的記憶體測試與修復電路開發環境。在

ISO26262《道路車輛功能安全》規範的電子元件裡，針對車用晶片的開發均有嚴格規

範。為了滿足ISO26262的規範，ECC讓車用電子晶片在系統運行中進行記憶體錯誤更正

的行為。 

◆ 上電後測試微架構（POT, Power_On Test）+ 精簡測試微架構（RT, Reduced Test）：

讓晶片上電後，在極短的時間內進行記憶體測試流程，迅速驗證記憶體讀寫的正確性，確保

晶片的使用週期。  

◆ 記憶體測試向量自動轉換與記憶體測試後診斷分析自動轉換微架構（ATE Test Pattern 

Automation）： 

全世界第一個客製診斷自動化分析 EDA 工具。晶片開發商在 RTL 的模擬階段，透過設定模

擬測試樣本產生 ATE 接受的格式，即可自動生成 ATE 支援的測試向量。協助晶片開發商，

將晶片內記憶體測試後的報告，進行 ATE 測試報告的自動分析，協助晶片開發商瞭解記憶體

錯誤的位置與錯誤的原因，進行快速修正錯誤。使用診斷自動化分析 EDA 工具，可有效提升

整體晶片的開發時間。 

 

START™ v3 新功能介紹： 



                         
                                                                        
 

          

     

 

 

 

  

使用者自定義演算法開發平台 UDA（User Defined Algorithm） 

全世界第一套完全以 GUI（圖形化操作介面）為主的 UDA，將記憶體測試演算法以元件（Component）

的形式表達，利用元件間的「重新排列組合」，形成新的記憶體測試演算法。任何記憶體測試演算法都可

以利用 UDA 在幾分鐘內產生出來，大幅縮短開發記憶體測試演算法的時間，並根據記憶體缺陷的資訊，

快速產生「專用的」記憶體測試演算法。UDA 可以設計出複雜度很高且電路面積相當精簡的記憶體測試演

算法。搭配 EDA 工具 START™ v3 和 EZ-BIST 內建的記憶體測試演算法一起使用，使記憶體測試演算法的

設計變得更具彈性化且多元化。 

將記憶體測試演算法以元件（上圖）的形式表達 

UDA 支援 GUI(圖形化操作介面) 

元件（Component） 

◆ UP 代表 Address 由 0 開始往上數 

◆ DN 代表 Address 由最大值開始往下數 

◆ ADD_INC 代表由 UP 或 DN 來決定 Address+1 或 Address-1 

◆ N 代表不做任何讀寫的行為 

◆ R 括弧 A 代表 Read 的 pattern A 

◆ W 括弧 A 代表 Write 的 pattern A 

◆ S 代表 Testing Sleeping 

◆ ,代表區隔不同的 operation 

◆ ;則代表完成當下的 element 



                         
                                                                        
 

          

     

 

  
車用電子晶片記憶體測試與修復解決方案 

◆ BIST＆BISR＋ECC：START™ v3 提供 BIST 和 BISR，讓晶片開發商在 CP 階段時，透過

START™ v3 內建的測試演算法，把記憶體缺陷的 Die 檢測出來，有效降低 DPPM（百萬

顆產品中的不良率），並透過 ECC 功能，讓車用電子晶片在系統運行中，進行記憶體錯

誤更正的行為，如圖一。 

◆ BIST＆BISR＋POT＋RT：START™ v3 除了提供 BIST 和 BISR 在 CP 階段外，也支持

POT（上電後測試微架構）和 RT（精簡測試微架構）。RT 主要負責晶片上電後執行

March C+演算法，縮短晶片上電後的記憶體測試時間，同時確認記憶體讀寫的正確性，

如圖二、三。 

◆ BIST＆BISR＋POT＋UDA：START™ v3 除了提供 BIST 和 BISR 在 CP 階段外，也支持

POT（上電後測試微架構）和 UDA（使用者自定義演算法開發平台）。讓晶片開發商根據

晶片使用的特性，在晶片上電後執行採用 UDA 的定制化記憶體測試演算法，精準檢測出

有記憶體缺陷的車用電子晶片，提高行車安全。  

◆ BIST＆BISR＋POT＋Repair：START™ v3除了提供BIST和BISR在CP階段外，也支持

POT（上電後測試微架構）和Repair（修復）。當車用電子晶片內的記憶體缺陷範圍過大，透過

START™ v3的記憶體修復技術，可以在晶片上電後進行記憶體測試，並根據記憶體缺陷位置進行

大範圍的記憶體修復，延長車用電子晶片的使用壽命並增加行車安全。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車用專屬解決方案，讓車用電子晶片不管在 CP 階段或是晶片運行階段，都符合車用電子的規範 

 

 

 

圖一 圖二 

圖三 
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